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Abstract (en)
The LED-module (1) has LED-components (3) mounted on a printed circuit board (2) such that the LED-components are directly or indirectly
connected with a heat sink (4) through an opening of the circuit board. The heat sink includes a recess, an elastically resilient holding region and an
opening for mounting at a common heat sink (10) of a lighting unit of a motor vehicle headlight and of a plastic optics of the LED-module in a form-
fit and force-fit manner. The heat sink is formed with a tapered wall (5) by a bushing, which is closed by a base (6). An independent claim is also
included for a method for mounting a LED-module.

Abstract (de)
Die vorliegende Erfindung betrifft ein insbesondere für Kraftfahrzeuge einsetzbares LED-Modul (1, 1b, 1c) zum Einbau in ein Leuchtaggregat,
wobei das LED-Modul (1, 1b, 1c) mehrere LED-Bauelemente (3, 3b, 3c) umfasst, die auf einer Leiterplatte (2, 2b, 2c) derart montiert sind, dass sie
unmittelbar oder mittelbar mit einem Kühlkörper (4, 4b, 4c) verbunden sind, wobei das LED-Modul (1, 1b, 1c) mindestens einen Kühlkörper (4, 4b,
4c) umfasst, der mit mindestens einem LED-Bauelement (3, 3b, 3c) verbunden ist, und der Montagemittel (8, 14, 15) für eine formschlüssige und/
oder kraftschlüssige Montage an einem anderen Element (10, 16) des LED-Moduls (1, 1b, 1c) oder des Leuchtaggregats aufweist.
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